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投资者关系活动

类别 

 

特定对象调研 ☐分析师会议 

 

☐媒体采访 ☐业绩说明会 

 

☐新闻发布会 ☐路演活动 

 

现场参观 

 

☐其他（请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称及

人员姓名 
中信证券、东北证券、申万菱信基金等多家机构 

时间 2024年10月16日 10:00-12:00 

地点 公司会议室 

上市公司接待人

员姓名 

董事长 丁国兴 

董事、总经理 赵奇 

财务负责人、董事会秘书 王韦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

一、 公司情况介绍 

二、 现场交流与问答： 

问题1：公司在模拟IC这块的布局战略和竞争优势是什么？  

回复：在模拟IC芯片方面，公司聚焦于国内稀缺的高性能、高功率、高

可靠性BCD技术方向。上半年公司新发布四个车规级平台，其中数模混合嵌入

式控制芯片制造平台填补了国内驱动+控制集成化芯片技术的空白；高边智能

开关芯片制造平台，是国内稀缺的驱动+开关单芯片集成技术平台；高压BCD 

120V平台是国内稀缺的高压电源管理平台，满足了高电压和高可靠性的车规

和工业应用需求；高压SOI BCD平台对应的技术位于国内领先水平，为国内首

个12英寸SOI BCD平台，也是高压高集成度低成本电源管理芯片平台。同时，

公司携手多个芯片设计客户，获得国内多个车企和Tier1项目定点。 

    同时，公司不断拓展新产品线，计划推出高可靠性、高性能专用MCU平

台；不断拓宽业务领域，全面布局高增长的AI高速服务器领域，为AI服务器



电源，AI集群通信等多个AI系统提供完整的电源管理芯片和模组的代工服

务，为产品公司打造国内AI服务器电源代工方案提供技术支撑和大规模高质

量交付保障。 

问题2：碳化硅的良率和未来降本路径如何？ 

回复：作为SiC模块领域的领军企业，公司在SiC领域持续保持技术创

新。公司用了三年时间，迭代了三代SiC MOS产品，最新第三代1200V SiC 

MOS在主要性能指标上已具备国际领先水平，已在汽车主驱应用量产。 

    在过去三年，凭借深厚的研发经验，公司SiC产品的良率已经有了大幅提

升。公司6英寸SiC产品的CP良率已经达到94%左右，处于全球领先水平。正因

为公司SiC产品在良率上的优异表现，公司上半年SiC MOS收入同比增长超

300%，作为公司的第二增长曲线成为公司重要的收入来源之一。 

    由于碳化硅在能源转换效率等方面有更好的性能，为了更好的扩大SiC产

品的应用市场，需要匹配更优的性价比。碳化硅在未来的降本路径上主要通

过以下三个技术方向的改变：第一，尺寸从6英寸到8英寸转变。由于面积扩

大、单片上附载芯片数量增加，从而使单片SiC晶圆产品单价的提升大于其单

片生产成本的增加。第二，器件类型从平面型转向沟槽型，其目的是使每颗

芯片的面积更小，从而在单片晶圆上产生更多的芯片，进而降低单颗芯片的

单价。第三，碳化硅产业链从衬底、外延、器件制造、模块封装等各环节良

率的进一步提升，进而降低成本。 

问题3：公司各下游的收入占比？今年下半年和明年的景气度如何？ 

回复：2024年上半年，公司营业收入的持续稳定增长主要受益于新能源

及消费市场的温和复苏。公司产品在车载领域的收入占比为48%，在消费领域

的占比为34%。其中车载领域营收环比增加3.08亿元，增幅超30%；消费领域

营收环比增加2.57亿元，增长37%，同比增幅107%。 

    2024年前三季度，公司实现营收约45.5亿元，同比增长18.68%，与上年

同期相比增加约7.2亿元。归母净利润预计为-6.8亿元，同比减亏约49.73%，

相比上年同期减亏约6.8亿元。EBITDA预计为16.6亿元，同比增长近一倍。业

绩增长的主要原因包括SiC和12英寸硅基晶圆等新产品的快速转化，以及新能

源车和消费市场的回暖，大客户项目定点增加带动产线利用率大幅度提升，

接近满载。其中，公司SiC、12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和

量产，以SiC MOSFET芯片及模组产线组成的第二增长曲线和以高压、大功率

BCD工艺为主的模拟IC方向的第三增长曲线，也均实现快速增长。 



    2024年第三季度，公司营业收入约为16.7亿元，创下历史新高。同时，

第三季度毛利率已实现单季度转正约为6%，显示出公司盈利能力的逐步改

善。预计今年下半年和明年公司将继续保持高增长态势。 

问题4：过去一年电动车和光伏的量仍在持续增长，但由于去库存影响，

也伴随着降价的压力，公司对未来行业景气度如何展望？ 

回复：公司对于行业景气度情况持谨慎乐观态度。随着AI技术的持续落

地与普及势必将带动手机、白色家电等消费市场的增长，为公司带来新的增

长机遇。中国新能源汽车市场整体快速增长，对燃油车排放标准的限制将进

一步推动新能源车的市场份额提升。新能源风光储市场已逐渐恢复，并且随

着政策的持续加码和有效需求的逐步释放，市场规模有望进一步扩大。同

时，受益于国内市场增长和国产替代的双重驱动，整体需求有望持续向好。

这是公司保持乐观的原因。 

    另一方面，公司也看到了市场供给的增加带来的市场竞争的加剧。目前

市场的竞争主要集中在对芯片性能要求较低的中低端产品上。在中高端产品

上，市场呈现集中化的情况，其需求主要集中在2~3家技术、生产能力领先的

企业中，从而其对应的产品价格能相对平稳。 

    目前，公司的产品主要应用于中高端领域，同时公司将继续通过强大的

技术优势和规模优势来应对市场的波动和产品的竞争，通过技术的不断迭代

创新，提供客户更优的产品和技术，从而继续扩大市场份额。 

问题5：公司如何考虑芯联越州的收购事项？ 

回复：第一，国家对于优化资源配置，支持科技企业高水平发展，推动

科技型企业高效实施并购重组等各项政策的强力支持，支持科创板上市公司

开展产业链上下游的并购整合，提高并购重组估值包容性，支持科创板上市

公司收购优质未盈利“硬科技”企业，以及建立健全开展关键核心技术攻关

的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”，进一步促进了公司对

收购越州的信心。第二，芯联越州已前瞻性布局SiC MOSFET、VCSEL（GaAs）

以及高压模拟IC等更高技术平台的研发和生产能力。目前，芯联越州已拥有

IGBT和硅基MOSFET的产能为7万片/月，以及SiC MOSFET产线，是非常优质的

资产，富有盈利潜力。第三，全资控股芯联越州，一方面可一体化管理上市

公司母公司10万片/月和芯联越州7万片/月的8英寸硅基产能，在内部管理、

工艺平台、定制设计、供应链等方面实现更深层次的整合，有效降低管理复

杂度，进一步提升上市公司执行效率；更为重要的是，上市公司可以利用积



累的技术优势、客户优势和资金优势，重点支持SiC  MOSFET、高压模拟IC等

更高技术产品和业务的发展，更好地贯彻上市公司的整体战略部署，把握汽

车电子领域碳化硅器件快速渗透的市场机遇，持续推进产品平台的研发迭

代。 

问题6：市场上功率类产品的封装市场竞争加剧，如何看待这种现象？公

司在封测市场上有何优势？ 

回复：市场发展的规律本身便遵循从蓬勃进入到激励竞争再到优胜劣汰

的过程。在这个过程中，需要市场的充分竞争后，才能回归合理竞争的态

势。 

    由于模拟类芯片成品对芯片制造和封装之间的要求更紧密，基于客户对

模块出货的整体需求，为了减少沟通壁垒和降低对产品性能的影响，公司建

立了车规级的模块封装工厂，确保从芯片到模块产品的一站式代工服务符合

客户的要求。同时，规模效应下合理的成本控制对封装厂非常重要。目前公

司的模块封装能力已达33万块/月，是国内模拟类规模最大的晶圆制造和模块

封装的代工平台。上半年公司已完成装机59万套，公司的功率模块出货量位

居中国市场前列。根据NE时代发布的2024年上半年新能源乘用车功率模块装

机量数据，公司排名国内第四。 

     基于公司各环节的有效沟通、性能的互相配合以及产线的规模化效应，

公司模组封装的营业收入已实现了快速增长，未来将继续保持增长的态势。 

问题7：公司对于后续发展及投资的节奏是如何安排的？ 

回复：在后续发展和投资节奏上，公司目前已从快速扩大规模向提升盈

利能力为主调整；在业务上，持续保持研发投入和技术迭代，不断创新，赶

超国际领先水平。目前对公司经营业绩的影响主要因素为固定资产折旧占比

较大，因而在未来的2~3年，公司计划以平缓有序的方式重点投资三期12英寸

硅基晶圆及SiC晶圆项目。 

   未来，公司将通过：1）研发迭代和技术、产品创新，调整产品结构提升

收入；2）平稳的资产投入，减轻折旧压力；3）持续进行成本改善和控制，

精益化生产管理，提升产品盈利能力；4）实施重组芯联越州，整合优质资产

等手段和措施，不断提升公司的经营质量。反映在业绩表现上，公司发布的

三季度业绩预告也显示，第三季度单季度毛利率已实现转正，公司盈利能力

持续向好。 



附件清单（如有） 无 

日期 2024年10月16日 

 


